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KMU-innovativ: Optische Technologien

Die Optischen Technologien zdhlen mit iiber 100.000 Beschiftigten und einem Jahresumsatz von 16 Mrd. Euro zu den
wesentlichen Zukunftsfeldern, die die Hightech-Strategie der Bundesregierung adressiert. Forschung, Entwicklung
und Qualifizierung nehmen dabei eine Schliisselrolle ein, denn Investitionen in Forschung, Entwicklung und Qualifi-
zierung von heute, sichern Arbeitsplitze und Lebensstandard in der Zukunft.

Besondere Bedeutung nehmen hier KMU ein, die nicht nur wesentlicher Innovationsmotor sind, sondern auch eine
wichtige Nahtstelle fiir den Transfer von Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft darstellen.
Sowohl in etablierten Bereichen der Optischen Technologien als auch bei

der Umsetzung neuer Schliisseltechnologien in die betriebliche Praxis hat
sich in den letzten Jahren eine neue Szene innovativer Unternehmen he-
rausgebildet, die es zu stirken gilt.

Industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorha-
ben tragen dazu bei, die Innovationsfihigkeit der kleinen und mittleren
Unternehmen in Deutschland zu stirken. Die KMU sollen insbesondere
zu mehr Anstrengungen in der Forschung und Entwicklung angeregt und
besser in die Lage versetzt werden, auf Veranderungen rasch zu reagieren
und den erforderlichen Wandel aktiv mit zu gestalten.

Die Ergebnisse der Forschungsvorhaben finden breite Anwendung im

Maschinen- und Anlagenbau, in der Materialbearbeitung sowie in den

Bereichen Automotive, Sicherheitstechnik, Beleuchtung und Medizin-

technik.

Bild 1: Laserbasierte Erzeugung von Mikrostruktu-
ren mit Hilfe einer 5-Achs-Handhabungseinrich-
tung (Quelle: Bayerisches Laserzentrum Erlangen)
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Qualitatspriifung in der Mikroelektronik

In der Mikroelektronik verdoppeln sich die Transistorzahl und die Prozessor-Leistung alle 18 - 20 Monate bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Chip-Abmessungen. Entsprechend wichst die Zahl der aus dem Chip gefithrten Kontakte
(,Bump-Kontakte“) z.B. von 64 Pins bei den in den 1980-er Jahren verwendeten Prozessoren auf mehr als 1.300 Bump-
Kontakte bei modernen 64 Bit Prozessoren.

Fiir die 100 % Priifung eines 300 mm Wafers mit mehreren Millionen Bump-Kontakten bendtigt das aktuell schnellste
Konfokal-Sensorsystem deutlich mehr als 1 Stunde. Aufgrund der kiinftig z.B. in Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks,
usw., rasant wachsenden Integrationsdichte sind die Bump-Durchmesser in den zuriickliegenden Jahren von = 100
um auf heute 60 um und weniger geschrumpft.

In den néchsten 5 Jahren werden die Bump-Durchmesser weiter auf < 20 ym abnehmen. Fir diese kiinftig in der Mik-
roelektronik eingesetzten Bumps sind noch keine Priifsysteme mit einer akzeptablen Auflésung am Markt verfiigbar.
Entsprechend fordern Industrieanwender hochstprizise und ultraschnelle optische Hochstleistungs-Sensoren fiir die
in den Fertigungsprozess integrierte 3D Prozess- und Qualitdtskontrolle von komplexen, hoch integrierten mikro-
elektronischen, mechatronischen oder medizinischen Produkten und Komponenten mit deutlich gesteigerter Mes-
sauflosung und Messgeschwindigkeit. Hier setzt das von dem KMU-Unternehmen NanoFocus AG geplante HICOS3D
Projekt an.

3D-Sensor fiir die Proktionsiiberwachung in der Mikroelektronik

Zentrales Ziel des HICOS3D-Projektes ist die Entwicklung des weltweit schnellsten Hochstprazisions-Sensorsystems
fiir die direkt in den Produktionsprozess integrierte 3D-Qualitdtskontrolle von komplexen mikroelektronischen, mik-
romechanischen, mechatronischen oder optischen Produkten und Komponenten. Im Vergleich zum aktuell schnells-
ten optischen 3D-Sensor soll das neu im HICOS3D-Projekt geplante ultraschnelle Hochstprizisions 3D-Sensorsystem
zur Inline in den Produktionsprozess integrierten Qualitatskontrolle eine um Faktor 12 hohere Performance zur Ver-
figung stellen.

Im Rahmen des HICOS3D-Projektes haben sich mit
den beiden Partnern NanoFocus AG aus Oberhausen
und der EPCOS AG aus Minchen ein mittelstindi-
sches Technologie-Unternehmen und ein Grofiun-
ternehmen zusammengetan, um das beschriebene
ultraschnelle Hochstprizisions-3D-Sensorsystem zu
entwickeln. Als Ergebnis steht nach erfolgreichem
Projektabschluss ein hoch performantes und hochpri-
zises Sensorsystem fiir die 3D-Qualitdtskontrolle von
mikroelektronischen, mikromechanischen bzw. opti-
schen Produkten und Komponenten sowohl mit ei-
ner deutlich gesteigerten Auflésung als auch mit einer
deutlich hoheren Messgeschwindigkeit zur Verfiigung.

Das geplante weltweit schnellste, fiir die industrielle Bild 2: 3D-Messung einer Platine mit Bump-Kontakten.
100 % Qualitdtskontrolle in der Produktion einsetz- (Quelle: NanoFocus AG, Oberhausen)

bare Hochstprizisions 3D-Sensorsystem wird einen

wichtigen Beitrag sowohl zur Qualititssicherung im

Produktionsprozess als auch zur Entwicklung von

neuen komplexen und hoch integrierten mikroelek-

tronischen, mechatronischen, mikromechanischen

und optischen Produkten bzw. Komponenten leisten.
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